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micro SMDxt ウェハ ・ レベル ・ 
チップスケール ・ パッケージ

ご注意 ：日本語のアプ リ ケーシ ョ ン ・ ノ ー ト は参考資料と し て提供し てお り、 内容が
最新でない場合があ り ます。 製品のご使用に際し ては、 必ず最新の英文アプ
リ ケーシ ョ ン ・ ノ ー ト をご確認 く ださ い。
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概要

micro SMDxt はウェハ ・ レベル CSP (WLCSP) の一種で、 
次のような特長を備えています。

1. パッケージ ・ サイズとダイ ・ サイズが同一

2. I/O ピン数あたりの実装面積が最小

3. アンダーフィル不要

4. 0.5mm ピッチのパッドレイアウト

5. micro SMDxt とプリント基板の間にインタポーザ不要

6. 鉛フリー ・ ハンダ品と共晶ハンダ品を提供

パッ ケージの構造

Figure 1 に micro SMDxt パッケージ製品の実例を示します。  
micro SMDxt パッ ケージでは、 シリ コ ン IC の回路側にハン 
ダ・ バンプが付いていま す。 micro SMDxt の製造工程ス テッ  
プは、 標準ウ ェ ハ製造工程、 ウ ェ ハ・ リ パッ シベーショ ン、
I/O パッ ド 上の共晶ハンダ・ バンプの溶着 ( デポジショ ン )、
保護コ ーティ ングの塗布、ウ ェ ハ・ ソ ート ・ プラ ッ ト フ ォ ー
ム を 用いた試験、 レ ーザ・ マーキン グ、 シンギュ レ ーショ
ン、そし てテープ＆リ ールでの梱包です。パッ ケージは、標
準表面実装アセンブリ 技術 (SMT) を使用し て PCB 上にアセ
ンブルし ま す。

FIGURE 1.   micro SMDxt 49,64 and 100 Bump

micro SMDxt パッ ケージ ・ データ

表面実装アセンブ リ に関する考慮事項

micro SMDxt 表面実装アセンブリ・オペレーションは次のとおり 
です。

• ハンダ ・ ペーストをプリント装置に塗布します。

• 標準的なピック ・ アンド ・ プレース装置を使用して部品を搭
載します。

• ハンダ ・ リフローを行い、 洗浄します ( フラックスにより異な
ります )。

表面実装技術 (SMT) の観点で micro SMDxt が備える特長は 
次のとおりです。

• 標準のテープ＆リ ールで出荷さ れる ため取り 扱いが容易 
(EIA-481-1)

• 表面実装部品用の標準的なピック ・ アンド ・ プレース装置
を使用可能

• 標準的なリフロー工程 
( 鉛フリー ・ ハンダ品、 Sn/Pb 共晶ハンダ品ともそれぞれ標 
準フロー互換 )

プ リ ン ト 回路基板のレ イアウ ト

表面実装パッケージでは、 2 種類のランド ・ パターンが使用さ
れます。

1. 非ハンダ ・ マスク定義 (NSMD)

2. ハンダ ・ マスク定義 (SMD)

パッケージ配列

バンプ数 配列アウトライン

36 6 × 6
42 6 × 7
49 7 × 7
56 7 × 8
64 8 × 8
80 8 × 10
81 9 × 9

100 10 × 10

バンプサイズの詳細

バンプ直径 (mm) 0.320 0.265

ピッチ (mm) 0.5 0.4

バンプ数 36 ～ 100
パッケージ厚公称 (mm) 0.65

バンプ高公称 (mm) 0.255 0.210

パッケージ内でのバンプ ・ 
コプラナリティ (mm) 0.015

出荷梱包形態 テープ＆リール

耐湿性レベル レベル 1
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プ リ ン ト 回路基板のレ イアウ ト ( つづき )

FIGURE 2.   NSMD and SMD Pad Definition

1. NSMD 方式は銅エッチング工程をより綿密にコントロール
できること、 プリント基板面のストレス集中点が低減されるこ
とから、 SMD 方式よりもさらに好ましい方式です。

2. パッケージ下面のスタンドオフを高くするために、 銅箔厚を
30μm 未満にすることを推奨します。 銅箔厚が 30μm 以
上の場合は、 実効的なスタンドオフが低くなり、 ハンダ接合
部の信頼性を損なう可能性があります。

3. NSMD パッドのパターン設計では、 ランド ・ パッドに接続さ
れる配線パターン幅は、パッド直径の 2/3 以下としなければ
なりません。

推奨パッド寸法を Table 1 に示します。

TABLE 1.   Recommended PCB Pad Geometr

プリ ント 基板でパッ ド 内ビア ( マイ ク ロ ・ ビア ) を使用する
場合は、 銅パッ ド 上に十分な濡れ領域が確保でき 、 良好なハ
ンダ付け性を得ら れる 非ハンダ・ マス ク 定義(NSMD)を使用し て
く ださ い。マイ ク ロ・ ビア内壁の銅箔厚みは15μm以上を推奨
し ま す。プリ ント 回路基板上の配線にマイ ク ロ・ ビアが必要な場
合は、「 オフセッ ト 」 ビアの使用を推奨し ま す。

社内評価では Ni-Au による PCB パッド上の基板仕上げを使用
しています。

• Ni-Au (Ni 電気メッキ、 Au 浸せきメッキ ) の場合、 ハンダ ・ 
ジョイントの劣化を避けるため Au の厚みは 0.2μm 未満で
なければなりません。

• ハンダの表面張力で部品が回転しないように、 パッドに接
続される配線パターンの引き出しは、 X 方向と Y 方向に対
してそれぞれ対称でなければなりません。

• ホット ・ エア ・ ソルダ ・ レベリング (HASL) による基板仕上
げは推奨しません。

ステンシル印刷プロセス

• ステンシルの製造では、 レーザ ・ カットを行った後、 電気
研磨を行ってください。

• ステンシルのアパーチャ の推奨寸法を Table 2に示し ます。

• 塗布するハンダ・ペーストは、 タイプ 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) 
か、 より粒径の細かいものを使用してください。

TABLE 2.   Recommended Stencil Apertures

部品の配置

micro SMDxt の搭載には標準的なピック ・ アンド ・ プレース装 
置を使用できます。 部品認識と位置合わせは、 以下の方式が
使用できます。

1. 外形認識

2. ボール認識。 バンプ識別度向上のために、 ボール認識の
場合は、 ピック ・ アンド ・ プレース装置の画像認識システ
ムでサイド照明オプションを推奨します。
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部品の配置 ( つづき )

micro SMDxt パッ ケージ搭載時の注意事項を以下に示し ます。

1. 高精度な実装を行うために、 チップ ・ シュータではなく狭
ピッチに対応したマウンタを使用してください。

2. ハンダ ・ バンプはセルフ ・ アライメント効果のため、 パッド
に対して搭載位置が若干ずれていても位置合わせされま
す。

3. micro SMDxt パッケージは 1kg の加重に 0.5 秒間耐えられ 
ますが、 搭載時の加重はなるべく小さくするか、 またはゼ
ロにしてください。 ハンダ ・ バンプがハンダ ・ ペーストに対
して、 ペーストの高さの 20％以上埋まるように置くことを推
奨します。

ハンダ ・ ペース ト のリ フ ローおよび洗浄

• micro SMDxt は、 鉛フリー ・ ハンダ品、 Sn/Pb 共晶ハンダ 
品とも、 それぞれ標準リフロー工程を使用できます。 

• micro SMDxt は、 J-STD-020 により、 4 回のリフロー ・ オ 
ペレーションに対応しています ( ピーク 260 ℃ )。

• 鉛フリー micro SMDxt 品と Sn/Pb 共晶ハンダ ・ ペーストの 
組み合わせは推奨しません。 この組み合わせは、 実装に
おいて、 求められる信頼性基準を満足しない場合がありま
す。

micro SMDxt ハンダ ・ ボール構造は、 標準のハンダ ・ ボール 
と比較して崩れを最小限に抑えて形状を維持するような工夫が
されています。 これによってハンダ接合部の信頼性を著しく高
めています。

リ ワーク

micro SMDxt のリワーク時に注意すべき主な事項は、 次のとお 
りです。

1. micro SMDxt パッケージのリワークは、 BGA や CSP パッ 
ケージのリワーク作業と同じです。

2. プリント基板またはプリント基板装着前の部品バンプに付け
る追加のハンダ ・ ペーストが必要です。

3. リ ワ ーク 時のリ フロ ー工程は、オリ ジナル・ リ フロ ー・ プ
ロ ファ イ ルと 同様なプロ ファ イ ルを使用し てく ださ い。

4. リワーク装置は、 温度プロファイルの設定が可能な局所的
な対流ヒータ、 基板全体を温めるプレ ・ ヒータ、 および位
置合わせのためにパッドとパッケージの画像を重ね合わせ
て表示できるピック ・ アンド ・ プレース機能を備えている必
要があります。

5. リワーク作業のビデオも用意しておりますので、 ご用命くだ
さい。

認定

以下の項では、 ハンダ ・ ジョイントの信頼性試験と、 FR-4 を用
いたプリント基板に micro SMDxt パッケージを実装した場合の 
機械的試験の結果についてまとめています。 試験では、 デイ
ジー ・ チェーン部品を使用しています。 なお製品ごとの信頼性
データは、 各製品のデータシートに記載されています。

ハンダ ・ ジョイントの信頼性認定

1. 温度サイクル試験 : “Guidelines for Accelerated Reliability   
Testing of Surface Mount Solder Attachments” ( 表面実装部      
品の加速信頼性試験のガイドライン ) と題された IPC-SM-
785 規格に基づき試験を行いました。 その試験結果を、
Figure 3、 4 に示します。

　

FIGURE 3.   Thermal cycling profile specified for the － 40 to 125°C profile with 5 minute ramp 
and 10 minute hold times.
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認定 ( つづき )

FIGURE 4.   Weibull Plot for the 49 & 100 Bump micro SMDxt @ -40° to +125°C 
(14 min hold & 3 min ramp type thermal cycle)

2. パッケージ ・ シェア試験 : 製造プロセスの一環として、 ハン 
ダ ・ ボールとパッケージの接合を保証するため、 パッケー
ジ・レベルでバンプ・シェア・データの収集を行っています。

• 0.5mm ピッチ micro SMDxt

－ 0.32mm 径ハンダ・バンプ : パッケージ・シェア強度は、 
ハンダ接合あたり 250 g 以上です。

• 0.4mm ピッチ micro SMDxt

－ 0.265mm 径ハンダ ・ バンプ : パッケージ ・ シェア強度 
は、 ハンダ接合あたり 165g 以上です。

なおパッケージ ・ シェア強度は、 表面実装アセンブリで使用さ
れた材質や方法により異なる場合があります。

3. 落下試験 : 落下試験の結果を Figure 5 ～ 6 に示します。こ  
れは JEDEC JESD22-B111 落下試験仕様に基づいて落下 
試験を行った 100 バンプ部品の結果です。落下試験のセッ
トアップ、 基板レイアウト、 治具、 およびすべての落下要
件は、 JESD22-B111 仕様に基づいています。 すべての落
下は部品面を下にした平面落下です。 ピーク減速度は
0.5ms ( 正弦半波パルス ) で 1500g です。 6 回の連続落下 
で、 200ns にわたって抵抗値 1kΩ が 4 回以上記録された
場合を不合格としています。 結果のグラフから、 試験対象
とした PCB パッド仕上げ (OSP と ENIG) の間に大きな違い
のないことがわかります。
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認定 ( つづき )

FIGURE 5.   Weibull Plot for the 100 Bump micro SMDxt Showing Results of Drop Test per JESD22-B111

FIGURE 6.   Weibull Plot for the 100 Bump micro SMDxt (0.4mm pitch) showing results of Drop Test per JESD22-B111
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認定 ( つづき )

4. 曲げ試験 : PCB に一定の周波数でたわみを繰返し 与える  
試験です。 曲げ試験の結果を Table 3 に示し ま す。 デイ  
ジー・ チェ ーン・ ループの抵抗値が 10％増えた場合を不

合格と し ていま す。 上記試験に使用し た機器を Figure 7 
に示し ま す。

FIGURE 7.   Test Setup for Flexural Testing

TABLE 3.   Flex Test Results

Note 1: 曲げスパン : 50mm
Note 2: PCB 厚み : 0.79mm （32mil）
Note 3: 曲げ周波数 : 1Hz
Note 4: 最初の故障 （First Fail 欄） : プランジャ直下の PCB 位置

Note 5: PCB パッド仕上げ : ENIG （無電解ニッケル、 浸せき金）

Note 6: 試験は PCB ビルドアップ ・ タイプには影響を受けない （RCC または ALIVH）

Note 7: 2mm と 3mm の曲げは加速度試験でのたわみ量です。 通常のアプリケーションでは見られません。
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認定 ( つづき )

5. PCB 上のデバイスの推奨搭載位置 : PCB 曲げ試験では上 
記のような結果が得られていますが、部品はできるだけPCB
固定用のネジ / リベット近くに搭載するようにしてください。
合わせて、 PCB に大きなたわみが生じる領域からは離して
搭載してください。

熱特性

EIA/JESD51-3 に準拠し た低効果熱伝導試験基板 (Low Effective 
Thermal Conductivity Test Boards) を使用し て micro SMDxt パッ     
ケージの熱特性評価を行いま し た。 micro SMDxt の製品の特 
性は、 製品のダイ ・ サイ ズと アプリ ケーショ ン ( プリ ント 基
板のレイ アウ ト と 全体設計 ) に依存し ます。 θJA の詳細は各
製品のデータ シート を参照し てく ださ い。

micro SMDxt の実装における注意事項

0.5 mm ピッチ micro SMDxt (0.3 mm 径 )

推奨 非推奨

プリント基板 245μm ＜パッド直径＜ 285μm パッド直径＜ 245μm 
またはパッド直径＞ 285μm

ハンダ ・ マスク定義 (SMD) ではなく非ハンダ ・ マス
ク定義 (NSMD) を推奨。 
ハンダ ・ マスクの開口径≦ 375μm

ハンダ ・ マスクの開口径＞ 375μm

ソルダリング保存用有機コーティング (OSP) または
Ni-Au 表面処理 ( ただし Au 厚みは 0.2μm 未満 )

Ni-Au 表面処理で Au 厚みが 0.2μm 以上

HASL 処理

ステンシル 角形アパーチャ 円形アパーチャ

275μm × 275μm 角形≦アパーチャ≦ 
300μm × 300μm 角形

アパーチャ＜ 275μm × 275μm 角形

アパーチャ＞ 300μm × 300μm 角形

レーザ ・ カットと電気研磨またはアディティブ法ビルド
アップ

化学エッチング

100μm ＜厚み＜ 125μm 厚み＞ 125μm 
または厚み＜ 100μm

ハンダ ・ ペースト Type 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) Type 2 または Type 1 ( 粒径＞ 45μm)

部品バンプ合金に合ったハンダ ・ ペースト合金と実
装プロセスを使用する ( たとえば鉛フリー部品には鉛
フリー ・ ペーストと鉛フリー ・ プロセスを使用する )

鉛フリーの micro SMDxt 部品と Sn/Pb 共晶ハンダ ・
ペーストとの組み合わせ、 あるいはその逆

0.4 mm ピッチ micro SMDxt (0.265 mm 径 )

推奨 非推奨

プリント基板 205μm ＜パッド直径＜ 245μm パッド直径＜ 205μm 
またはパッド直径＞ 245μm

ハンダ ・ マスク定義 (SMD) ではなく非ハンダ ・ マス
ク定義 (NSMD) を推奨。 
ハンダ ・ マスクの開口径≦ 340μm

ハンダ ・ マスクの開口径＞ 340μm

ソルダリング保存用有機コーティング (OSP) または
Ni-Au 表面処理 ( ただし Au 厚みは 0.2μm 未満 )

Ni-Au 表面処理で Au 厚みが 0.2μm 以上

HASL 処理

ステンシル 250μm × 250μm 角形アパーチャ 225μm × 225μm 未満の角形アパーチャ

250μm × 250μm 以上の角形アパーチャ

レーザ ・ カットと電気研磨またはアディティブ法ビルド
アップ

化学エッチング

厚み≦ 100μm 厚み＞ 100μm

ハンダ ・ ペースト Type 3 ( 粒径 25 ～ 45μm) Type 2 または Type 1 ( 粒径＞ 45μm)

部品バンプ合金に合ったハンダ ・ ペースト合金と実
装プロセスを使用する ( たとえば鉛フリー部品には鉛
フリー ・ ペーストと鉛フリー ・ プロセスを使用する )

鉛フリーの micro SMDxt 部品と Sn/Pb 共晶ハンダ ・
ペーストとの組み合わせ、 あるいはその逆
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変更履歴

変更日 内容

2005 年 10 月 新規発行。

2005 年 12 月 名称の変更。 Figure 1 の更新。

2006 年 1 月 パッケージ配列の表を更新。

2006 年 2 月 Table 2 および micro SMDxt の実装における注意事項を更新。

2006 年 5 月 落下試験および曲げ試験の結果を追加。

2006 年 10 月 Table 3、 4、 Figure 5 を差し替え。 落下試験のテキストを更新。

2007 年 6 月 36 バンプ情報を追加。 Table 1 および micro SMDxt の実装における注意事項を更新。

2009 年 6 月 0.4 ㎜ピッチ情報を追加。
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生命維持装置への使用について
ナシ ョナル セミ コンダクター社の製品は、 ナシ ョナル セミ コンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
こ こで、 生命維持装置またはシステムとは （a） 体内に外科的に使用されるこ とを意図されたもの、 または (b) 生命を維持あるいは
支持するものをいい、 ラベルによ り表示される使用法に従って適切に使用された場合に、 これの不具合が使用者に身体的障害を与
える と予想されるものをいいます。 重要な部品とは、 生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、 これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因とな りそれらの安全性や機能に影響を及ぼすこ とが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、 弊社ではその責を負いません。

また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承く ださい。

ナシ ョナル セミ コンダクター ジャパン株式会社

本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 （日本語 / 英語） はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュ メ ン トの内容はナシ ョナル セ ミ コンダク ター社製品の関連情報と して提供されます。 ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社
は、 この発行物の内容の正確性または完全性について、 いかなる表明または保証もいたしません。 また、 仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。 このドキュ メン トはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、 付与するものではあ り ません。

試験や品質管理は、 ナシ ョナル セミ コンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。 政府が
課す要件によって指定される場合を除き、 各製品のすべてのパラ メータの試験を必ずしも実施するわけではあ り ません。 ナシ ョナ
ル セ ミ コンダク ター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあ り ます。ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、 購入者は、 適切な設計、 試験、 および動作上の安全手段を講じなければなり ません。

それら製品の販売に関するナシ ョナル セ ミ コンダク ター社との取引条件で規定される場合を除き、ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社
は一切の義務を負わないものと し、 また、 ナシ ョナル セ ミ コンダク ター社の製品の販売か使用、 またはその両方に関連する特定目
的への適合性、 商品の機能性、 ないしは特許、 著作権、 または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductor とナシ ョナル セミ コンダクターのロゴはナシ ョナル セミ コンダクター コーポレーシ ョ ンの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2010 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。



IMPORTANT NOTICE 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF004e00530020004400610074006100730068006500650074002075280020ff0800480069006700680020005100750061006c006900740079ff09>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




